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报告说明: 

     博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国LED封装行业市场分析与投资前景研究报告》

系统全面的调研了LED封装产业的市场宏观环境情况、行业发展情况、市场供需 情况、企业

竞争力情况、产品品牌价值情况等，以产品微观部分作为调研重点，采用纵向分析和横向对

比相结合的方法，分别对LED封装产业产品的国内外生产消 费情况、原材料市场情况、产品

技术情况、产品市场竞争情况、重点企业发展情况、产品品牌价值以及产品营销策略等方面

进行深入的调研分析。 

    LED封装是一个涉及到多学科（如光学、热学、机械、电学、力学、材料、半导体等）的

研究课题。从某种角度而言，LED封装不仅是一门制造技术（Technology），而且也是一门基

础科学（Science），良好的封装需要对热学、光学、材料和工艺力学等物理本质的理解和应

用。LED封装设计应与芯片设计同时进行，并且需要对光、热、电、结构等性能统一考虑。

在封装过程中，虽然材料（散热基板、荧光粉、灌封胶）选择很重要，但封装结构（如热学

界面、光学界面）对LED光效和可靠性影响也很大，大功率白光LED封装必须采用新材料，

新工艺，新思路。对于LED灯具而言，更是需要将光源、散热、供电和灯具等集成考虑。目

前中国LED封装技术与国外的差距主要在研发投入的差距。随着中国国力的增长，我们相信

中国会成为LED封装强国。 
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1.1.1　LED封装作用 

1.1.2　LED封装的形式 

1.1.3　LED封装的结构类型 

1.1.4　LED封装的工艺流程 

1.1.5　LED封装对封装材料要求 

1.2　LED封装的常见要素 
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1.2.4　LED过流保护 



1.2.5　LED焊接条件 
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7.5　首尔半导体（SSC） 
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9.1.2　企业主要经济指标分析 

9.1.3　企业盈利能力分析 

9.1.4 企业偿债能力分析 

9.1.5 企业运营能力分析 
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9.5.1　企业概况 

9.5.2　企业主要经济指标分析 

9.5.3　企业盈利能力分析 

9.5.4 企业偿债能力分析 

9.5.5 企业运营能力分析 
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9.6.1　企业概况 

9.6.2　企业主要经济指标分析 

9.6.3　企业盈利能力分析 

9.6.4 企业偿债能力分析 

9.6.5 企业运营能力分析 
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9.7.1　企业概况 

9.7.2　企业主要经济指标分析 

9.7.3　企业盈利能力分析 

9.7.4 企业偿债能力分析 

9.7.5 企业运营能力分析 

9.7.6 企业成长能力分析 



第十章　2011-2015年中国LED封装产业发展趋势及前景 
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